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摘 要 设计了
一套以 Ｒ１ ３４ａ 为冷媒的微槽道两相流循环散热系统 ， 用于冷却高发热密度的服务器 ＣＰＵ

， 实测综合传热

系数 １００ ０￣ １ ２００Ｗ
／ （
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２
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°
Ｃ

） ． 冷却水既可以 由制冷机提供 ， 也可以 由蒸发冷却装置提供 ．
搭建了实验测试平台 ， 系统地

测试和对比 了该系统在不同 ＣＰＵ 负荷和冷却水供水温度工况下的散热性能 ． 测试结果表 明 ， 通过饱和温度为 ２５
￣

３０
°
Ｃ

的 Ｒ１３ ４ａ 两相流相变传热 ， 可将散热热流密度为 ３Ｗ／ｃｍ
２

量级 、 总散热董在 ５０？ １ ５０Ｗ 量级的 ＣＰＵ本体温度稳定控制

在 ５ ０？６ ０
°
Ｃ

． 根据实测数据 ， 在不同气候条件下 ， 该系统应用于大型数据中心全年理论能效比可以达到 １０ 以上 ， 远髙于

常规机房空调 ． 该系统具有换热能力强 、 体积小 、 能效高 、 冷源温度高 、 适用性广 、 节能潜力大等优点 ， 具有可观的经济效

益和社会效益 。
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〇 引 言

伴随着互联网 ＋ 时代的来临 ， 各类大容量 、 高性

能的服务逐渐成为大数据时代不可或缺的单元。 作

为服务器的中枢大脑 ，
ＣＰＵ 对温度的依赖性也最大 。

有研究表 明 ， 现在主流性能的服务器 ， 在 ５０？ ６０
°
Ｃ

范围 内 ，

ＣＰＵ 温度每升髙 １
°
Ｃ

，
其可靠性就下降约

２５％？
。
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随着运算能力 、 核心数量和集成化程度越来越

高 ， 服务器 ＣＰＵ 的热流密度急剧攀升 。 例如 ，
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ＧＨｚ 主频 ， 单片额定发热量 １ ３０Ｗ
， 封装尺寸 ４９ ． １ ７

ｍｍ ｘ ５６ ．４７ｍｍ
， 设计热流密度达到了４
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设计工作温度 ＜６９
°
Ｃ 。 不断升高的发热密度和越发



１６２ 工 程 热 物 理 学 报 ４ １ 卷

严格的温度要求 已经逼近传统风冷式散热设计的极

限 随着数据中心规模和容量的不断扩大 ，
以

ＣＲＡＣ 为代表的风冷式散热系统运行能耗居高不

下 ，
空调能耗 占很多大型数据 中心总运行能耗的 比

例高达 ４０％以上 Ｐ １

， 散热能耗 已经成为制约数据中

心升级扩容的最大瓶颈之
一 １

４ ＿５
１

。 目前国 内外都在

迫切寻求新的散热技术 以适应未来高热流密度服务

器的大规模应用 。 近年来 ， 随着微机电加工技术的

进步和微小尺度传热理论的成熟 ， 以微槽道热管 、

喷淋射流为代表的集成式 ＣＰＵ 封装和冷却技术得

到了广泛关注和深入研究 其中 ， 微槽道两相

流冷却技术具有传热能力强 、 结构紧凑 、 适应性好、

成本可控 以及能耗低的优势 ， 近年来得到了 长足发

展
，
已经在

一

些领域取得 了成功应用
％— １ ６

１

， 有望

成为解决未来高热流密度服务器 ＣＰＵ 散热的有效

途径 。

调研 目前 国内外对微槽道两相流传热技术的研

究现状 ， 发现大多数研究主要集中 在如何选择冷

媒 １
１７
＿

１８
１

、 如何提高传热性能 ， 包括强化相变换

热 ， 优化槽道形状 、 优化冷媒流型 、 减少压力损失

等 ＠－

２２
１

，
以及传热过程参数的调节控制 ［

２３
＿

２ ５
１ 等

几个方面 ， 而对于整个散热循环层面的系 统优化设

计 ，
以及应用于大型数据中心的节能潜力分析相对

较少 ， 在
一

定程度上限制了微槽道两相流散热技术

的深入实践应用 。

基于此
， 本文设计了一套以 Ｒ １ ３４ａ 为冷媒的微

槽道两相流冷却循环 ，
以蒸发冷却设备 （闭式冷却

塔） 为天然冷源 ， 系统地测试了其在不同换热量以及

不同相变温度下的实际散热效果和散热能耗 ， 对其

在不同条件下的传热性能和节能潜力进行了深入研

究 ， 并详细分析了其在不同气候区城市的大型数据

中心的应用前景 。

１ 实验平台

１ ． １ 平台简介

建立如图 １ 所示的测试系统 ． 由 室 内侧的 ＣＰＵ
、

微槽道蒸发器 、 储液罐 、 套管式冷凝器 、 冷媒泵 、 冷

却水泵 、 流量计 、 热电偶 、
压力计 ，

以及室外侧的循

环冷却水系统
（
包括冷机 、

过冷器 、 流量调节阀等 ，

见图 ２
） ， 构成两相流循环散热测试系统 。 其中 Ｔ 为

温度测点 ，

Ｐ 为压力测点 。 ＣＰＵ 散发的热量被微槽

道蒸发器 中的冷媒 Ｃ
Ｒ１ ３４ ａ

）
吸收 ， 冷媒受热后蒸发

气化 ， 在冷媒泵的输送下 ， 气液两相冷媒携带热量

进入冷凝换热器 ， 热量被冷却水带走 ， 气态冷媒重

新液化后和液态冷媒
一

起流入储液罐 ， 在储液罐中

实现气液分层存储 ， 下层的液态冷媒流入过冷器 ， 被

冷却水进
一

步降温后进入微槽道蒸发器 ，
继续吸收

ＣＰＵ 的热量 ，
而被冷却水带走 的热量最终全部排到

室外 ，
至此完成两相流的散热循环 。

图 １ 两相流循环散热测试系统原理图

Ｆ
ｉ ｇ

．１Ｓｃｈｅｍａｔｉ ｃｄ ｉ ａ
ｇ
ｒａｍｏ ｆｔｈ ｅｔｗｏ－

ｐ
ｈａｓｅｆｌｏｗ

ｈｅａｔｔ ｒａｎ ｓｆｅ ｒｃ
ｙ
ｃ ｌｅ

过冷器流量调节阀

图 ２ 室外侧冷却水系统

Ｆ ｉｇ
．２Ｏｕ ｔｄｏ ｏｒｃｏｏ ｌ

ｉ
ｎ
ｇ
ｗａｔｅｒｓ

ｙ
ｓｔｅｍ

在该循环中 ， 从冷机出来的低温冷却水先流经

过冷器 ， 完成对液态冷媒的二次冷却后再流入冷凝

器 ，
吸收气态冷媒的热量 。 这样设计的 目的 ，

一

是

为了进
一

步消除气态冷媒 ， 充分利用蒸发器的面积 ，

尽可能用相变潜热吸收 ＣＰＵ 的热量 ，

二是为了进
一

步提高冷却水的 出 口温度 ， 提高冷却水与天然冷源

（如闭式冷却塔等蒸发冷却设备 ） 的传热温差 ，
延长

免费供冷时间 。 通过调节冷却水进 口管路上的阀 门 ，
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可以调节进入过冷器的冷却水流量 。 通过冷机可以

调节进入过冷器的冷却水温度 。 通过综合调节冷却

水流量和温度 ， 可以控制冷媒的过冷度 ， 从而控制

进入微槽道蒸发器的冷媒温度 。

１ ． ２ 套管式冷凝器设计

室 内侧套管式冷凝器原理见图 ３
［
２

气 具体设计

参数见表 １
．

１ ．３ 微槽道蒸发器设计

微槽道蒸发器设计成 内部空腔 、 底部开槽的形

式 （槽道结构尺寸见图 ４
） ，
以强化底部液态冷媒流

动时的扰动 ， 增大对流换热系数 ， 同时促进沸腾气

泡的生成 ， 有利于强化相变换热 。 冷媒入 口 和 出 口

分别设置在蒸发器对角线顶角 （实物图见图 ５
） ， 与

之对应的服务器 ＣＰＵ 实物 图见图 ６
。 这种类似分离

流 （
Ｓｐ ｌ ｉｔＦ ｌｏｗ

） 的设计有利于在换热表面形成冲击

射流 （

Ｊｅ ｔＩｍｐ ｉｎｇｅｍｅｎｔ
） ， 增强换热能力 ＰＱ ’

２ １
ｌ

， 同时

也有利于槽道的液膜均匀化分布 ， 充分利用槽道面

积 ， 提高传热面温度均匀性 １

２（ ） ， ２ ２

１ 微槽道底部厚度

０ ． ２ｍｍ
。

微槽道蒸发器与 ＣＰＵ 接触导热面涂导热硅脂 。

目前没有专门设计 ＣＰＵ 连接工装 ，
主要靠微槽道蒸

发器重力以及导热硅脂进行压紧连接 。 设计参数详

见表 ２
。

冷却水出 口

图 ３ 套管式冷凝器原理图

Ｆ ｉ

ｇ
．３Ｓ ｃｈ ｅｍａｔｉ ｃｄ ｉａ

ｇ
ｒ ａｍｏｆ ｔｈｅｔ ｕｂ ｅ

－

ｉｎ
－

ｔ ｕｂ ｅｃｏｎｄｅｎ ｓｏ ｒ

表 ｉ 套管式冷凝器设计参数

Ｔａｂ ｌｅ１Ｄｅｓ
ｉｇｎｐａｒａｍ ｅｔｅｒｓｏ ｆｔ ｈｅｔｕｂｅ－ ｉｎ－

ｔ ｕｂｅｃｏｎｄｅｎｓ ｏｒ

设计参数
内管

（
冷媒管

）
外径 内管

（
冷媒管

）
总长度／

ｍｍ 内管
（
冷媒管

）
设计流量／

ｋ
ｇ

＊ ｈ
＿ １

１ ５ ２５５０ ２ ． ９

外管
（
冷水

）
外径

２０

外管 （
冷水

）
总 长度／

ｍｍ

１ ２００

外管 （
冷水

）
设计流Ｍ／

ｋ
ｇ
＾ｉ
－ １

２ １ ． ５

外管 （冷水
）
设计温差／

°
ｃ

６

表 ２ 微槽道蒸发器设计参数

Ｔａｂ ｌｅ２Ｄｅｓ ｉｇｎｐａｒａｍｅ ｔｅｒ ｓｏ ｆｔｈｅｍ ｉ ｃｒｏ－ｃｈａｎｎｅ ｌｅｖａｐｏ ｒａｔｏｒ

蒸发器材料

６０ ６１ 铝合金

外部包络尺寸／
ｍｍ

５ ０ ｘ４５ ｘ １０

内部空腔尺寸／
ｍｍ

４ ０ ｘ ３８ ．５ ｘ ７

底部槽道数Ｍ

１ ５

槽道截面尺寸／ｍｍ

１ ．５ ｘ ｌ ｘ２

冷媒进／出 口尺寸／
ｍ 】

＜
／

＞ １ ５

ｎ蒸发器底部厚度／
ｍｒ

０．２

ｎ 许用压力／
ｋＰａ

３０００

图 ４ 微槽道结构及尺寸

Ｆ ｉ

ｇ
．４Ｓｔ ｒｕｃ ｔ ｕｒｅａｎ ｄ ｓｉｚｅｏｆ ｔ ｈｅｍ ｉｃｒｏ

－

ｃｈａｎｎ ｅ ｌｅｖａｐｏｒａｔ ｏｒ

图 ５ 微槽道蒸发器实物 图

Ｆｉ
ｇ

．５Ｐｈｏｔｏｏ ｆｔｈ ｅｍ ｉｃｒｏ
－

ｃｈａｎｎ ｅ ｌｅｖａｐｏｒ ａｔ ｏｒ
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图 ６ 服务器 ＣＰＵ 实物图

Ｆ
ｉｇ

．６Ｐｈｏｔｏ ｏｆｓ ｅｒｖｅｒ ＣＰＵ

在 ＣＰＵ 负荷不变的情况下 ，
当冷却水进 口温度

变化小于 ±〇 ．５
°

Ｃ
，
且 ＣＰＵ 外表面温度测点和 内置

温度二极管温差波动小于 ± １

°

Ｃ 时
，
认为传热达到

稳态 ，
此时读取各测点的温度 、 压力 、 流量和功耗的

时均值数据 ， 作为该工况下的测试结果 。

温度传感器采用 Ｔ 型热电偶 ， 测温精度 士 ０ ． ２
。

Ｃ
。

压力表采用鸿森 Ｙ７０ 高压冷媒表 ， 量程 １８０ ０ｋＰａ
，

测ｔｔ精度 ５０ｋＰａ
。 制冷剂流量测试采用杭州丰杭 自

动化设备有限公司 生产的高精度涡轮流量计 ， 许用

压力 １ ５００ｋＰａ
，
基本误差限 １ ％

。 冷媒泵功耗由 微功

率计实时测试并存储 。

２ 测试工况

为 了 测试 ＣＰＵ 在不同发热量下两相流的换热

性能 ， 设定了 ＣＰＵ 低负荷工况 （
只开启 ＣＰＵ

ｉ ， 发热

量 ５〇 Ｗ
） 、 中负荷工况 （同时开启 ＣＰＵ ｉ 和 ＣＰＵ ２

， 发

热量 １００ Ｗ
） 、 满负荷工况 （

ＣＰＵｈＣＰＵ ２ 和 ＣＰＵ３ 全

部开启 ， 发热量 １５ ０Ｗ ）
三种测试工况 。 对应每种工

况
， 在保持 ＣＰＵ 发热量不变的条件下 ，

通过调整冷

却水进 口温度 ， 调节冷媒的过冷度 （
ＡＴ＝Ｔｂ－ｒ

ａ ） ，

从而改变进入蒸发器的冷媒温度 （
３＼ ） ，

控制冷媒的

蒸发压力 （
Ｐ

） 以及相变换热能力 。

实验工况及测试项 目详见表 ３
。

ＣＰＵ 外置温度

测点用来测量 ＣＰＵ 表面温度
（
Ｔ

ｓｕｒ ｆ
）

， 以判定工况的

稳定性和传热性能 ，
ＣＰＵ 本体温度

（

ｒ
ｃｐ ｕ ） 由 其内置

温度二极管测量采集 ，
反映 ＣＰＵ 的真实工作温度 。

表 ３ 两相流换热实验工况及测试项 目

Ｔａｂ ｌｅ３Ｔｅｓｔ ｉ
ｎｇｃｏｎｄ ｉｔ ｉｏｎｓａｎｄｔ ｅｓｔ ｉ

ｎｇｉｔｅｍｓｏｆｔｗｏ
－

ｐｈａ ｓｅｆｌｏｗｈｅａｔｔｒａｎｓｆｅｒｅｘｐｅｒ ｉｍｅｎｔ

实验工况
负荷工况

ＣＰＵ 发热量

低负荷 ／
Ｗ

５０

中负荷／
Ｗ

１ ００

满负荷 ／Ｗ

１ ５０

测试项 目

ＣＰＵ 表面／本体温度 ７；ｕｒ ｆ／
Ｔｃｐｕ

冷却水进口温度 Ｔｗ

冷媒进／出 口温度 乃 ／巧

冷媒流量 Ｍ
１３ ４ａ

冷媒压力 Ｐ

冷媒栗功耗 Ｗｐｕｍｐ 

— １３４ ａ

冷媒过冷度 ｒ
ｂ
－

ｉｋ

冷却水栗功耗 Ｗ
ｐＵｍｐ

—ｗａ ｔｅｒ

３ 测试结果

３ ． １ 冷媒过冷度

表 ４ 给出 了在中负荷 、 低负荷和满负荷工况下 ，

冷媒过冷度 （为 了在图 中表示方便 ，
这里采用冷凝器

出 口冷媒温度 Ｉ； 与过冷器出 口冷媒温度 ｒ
ｂ 之差表

征冷媒过冷度 ， 即 ：
ｒ
ａ

－ ｒ
ｂ

）
随冷却水流量和冷却水

进 口温度的变化情况 。

表 ４ 冷媒过冷度测试结果

Ｔａｂ ｌｅ４Ｔｅｓｔ ｉｎｇｒｅｓ ｕ ｌｔ ｓｏｆ ｓｕｂ －

ｃｏ ｏｌ ｉ
ｎｇｃｏｎｄ ｉ

ｔ
ｉ
ｏｎ ｓ

负荷工况 冷却水进 口温度／
°
ｃ２

冷却 量
￥

ｇ
．

ｈ

３０ ４ ． ８２ ５ ． ０ １ ５ ． １５ ５ ．２ ６

低负荷 ２５ ９ ． ８ １ ９ ． ９ ９ １ ０ ． １４ １ ０ ． ２ ５

２０ １４ ． ７７ １４ ． ９ ５ １ ５ ． ０ ８ １５ ． ２１

３０ ４ ． ６５ ４ ． ９ ２ ５ ． １ ２ ５ ．２ ７

中负荷 ２５ ９ ． ７９ ９ ． ９ ６ １０ ． １ ０ １０ ． １ ９

２０ １４ ．９６ １ ５ ． １４ １ ５ ． ２ ２ １５ ． ３４

３０ ４ ． ８７ ５ ． １ １ ５ ． ２ ９ ５ ．４２

满负荷 ２５ ９ ． ５８ ９．８ ２ １ ０ ． ０ ０ １ ０ ． １３

２０ １４ ． ７５ １ ４ ． ８ ９ １ ５ ．０ ７ １ ５ ． ２０

从测试结果看出 ， 对应每
一

种 ＣＰＵ 工况 ， 当冷

却水进 口温度分别控制在 ３ ０
°

Ｃ
、

２５
°Ｃ 和 ２０

°

Ｃ 时 ，

随着冷却水流量从 ２ｋｇ／
ｈ 逐步增加到 ３ ． ５ｋｇ／

ｈ
， 冷

媒的过冷度变化量在 ０ ．４？ ０ ． ６
°

Ｃ 之间 ， 说明冷却水

流量对冷媒过冷度的影响很小 。 而在给定冷却水流

量的条件下
，
对应每

一

种 ＣＰＵ 工况 ， 当冷却水进 口

温度从 ３ （）

°

Ｃ 降低到 ２０
°Ｃ

， 冷媒对应的过冷度变化

量在 ９ ． ７？ １０ ． ３
°

Ｃ 之间 ， 说 明冷媒过冷度主要受冷却

水进 口温度的影响 。

从上述测试结果中还可以看出 ， 在 ＣＰＵ 负荷和

冷却水流量一定时 ， 冷却水进 Ｕ温度不仅直接影响

冷媒蒸发温度 ， 也决定 了室外冷源的种类
（
冷机 、 蒸

发冷却机组 ） 和使用 时间 ， 是影响整个系统散热性能

以及能耗水平的关键因 素 。
因此

， 在工程上可以近

似认为 ， 在 ＣＰＵ 负荷不变的情况下 ， 冷媒的过冷度

决定了室外冷源的种类 、 可用时间 以及能效 。

３ ． ２ 两相流换热性能

传热温差集中体现了两相流的换热性能 。 图 ７

给出 了在不同 ＣＰＵ 负荷和不同冷媒过冷度的条件
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４ ０ ＇＇

低负荷中负荷满负荷

图 ９ 不 同过冷度下 Ｃ ＰＵ 本体平均温度测试结果

Ｆ ｉ

ｇ
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图 ８ 不同过冷度下两相流综合传热系数
（
ＣＰＵ ｉ

）
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从 图 ７ 的测试结果可以 看出 ，
ＣＰＵ 负荷以及

制冷剂过冷度对传热温差的影响很小 。 在不同工况

低负荷中负荷满负荷

图 ７ 不同过冷度下 ＣＰＵ 传热温差测试结果
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在不考虑漏热的情况下 ，
ＣＰＵ 和微槽道换热器

之间的传热关系可以用式 （
１

）
描述 ：

Ｑ 
＝Ｋ

ｍ
ｘＦｘＡｔ （

１
）

式中 ， Ｑ 为 ＣＰＵ 发热量 （
Ｗ

） ；为综合传热系数

（

Ｗ
／ （
ｍ

２
＿

°Ｃ
） ） ；Ｆ 为有效传热面积 ， 计算方式为微槽

道换热器底部与 ＣＰＵ 表面有效接触面积 ；
Ａｉ 为综

合传热温差 ， 计算方式为 ＣＰＵ 表面温度与制冷剂蒸

发温度之差 （

°
Ｃ

）
。

图 ８ 给出 了在不同冷媒过冷度和 ＣＰＵ 负荷条

件下
，
由式

（
１
） 计算得到的综合传热系数 。

过冷度Ａｒ＝－５
。
。 过冷度厶卜 １ ０Ｘ 过冷度Ａｒ

＝－
１ ５

°
Ｃ

１ 期

下 ，
ＣＰＵ 表面和冷媒之间的实测传热温差。 其中 ，

低负荷工况下 ＣＰＵ 温度取 ｃｐｍ 表面的实测温度

值 ， 中负荷工况下 ＣＰＵ 温度取 Ｃ ＰＵ ： 和 ＣＰＵ
２ 表

面实测温度的平均值 ． 满负荷工况下 ＣＰＵ 温度取

ＣＰＵ
！ ，

ＣＰＵ ２ 和 ＣＰＵ３ 表面实测温度的平均值 。 冷

媒温度取蒸发器进出 口实测温度的平均值 。

ＡＴ＾５
°
ＣＡｒ＝－ １ ０

°
ＣＡｒ＝－ １ ５

°
Ｃ

下 ，
ＣＰＵ 表面和制冷剂之 间的传热 温差都维持在

２８？ ３１

°

Ｃ 之间 。 图 ８ 的测试结果表明 ，

Ｒ １３４ａ 在热流

密度维持不变时
（
ＣＰＵ 不同负荷下发热密度 ３ ． １ ？３ ．２

Ｗ
／
ｃｍ

２

） ， 沸腾换热能力 比较稳定 ， 综合传热系数基

本保持在
１ ０００？１２００Ｗ

／ （ｍ
２

．

°

Ｃ ） 。

３ ． ３ＣＰＵ 温度

表 ５ 是在冷媒过冷度为 －５
°
Ｃ 工况下 ， 各个

ＣＰＵ 本体和表面温度测试结果 。 从测试结果可以看

出 ，
ＣＰＵ 本体和表面温度差比较稳定 ，

基本维持在

４
？５

°
Ｃ ．ＣＰＵ 本体温度受负荷变化的影响较小 ，

基本

维持在 ５０？ ５８
°
Ｃ 。 这是由 于在冷媒过冷度保持不变的

条件下 ，
进入蒸发器的冷媒相变温度和压力基本不变 ，

冷媒与 ＣＰ Ｕ 表面传热系数和传热温差变化很小 。

表 ５ＣＰＵ 温度测试结果 （过冷度 Ａ ｒ＝ －５
°

Ｃ
）

Ｔａｂ ｌｅ５Ｔｅｓｔｅｄ ｒｅｓｕ ｌ
ｔｓｏ ｆＣＰＵ

ｔ ｅｍｐ ｅｒ ａｔｕｒｅ
（
ｓｕｂ－ｃｏ ｏｌ ｉ

ｎｇｃｏｎｄ ｉｔ ｉ
ｏｎＡ Ｔ＝ — ５

°

Ｃ
）

负荷工况 ＣＰＵ 表面温度／

°
ｃ 本体温度／

°
ｃ

ＣＰＵ ｌ ４９ ． ９２ ５３ ． ８９

低负荷 ＣＰＵ
２

ＣＰＵ３

̄ —

ＣＰＵ ｌ ５ １ ．９６ ５６ ．４８

中负荷 ＣＰＵ２

ＣＰＵ
３

４９ ． ９７ ５５ ． ０６

ＣＰＵ
ｌ

５３ ． ６９ ５９ ． １ ７

满负荷 ＣＰＵ２
５２ ． ４８ ５７ ．２ １

ＣＰＵ３ ５６ ． ８８ ６ １ ． ７５

图 ９ 给出 了在不同的冷媒过冷度下 ，
ＣＰＵ 本体

平均温度随 ＣＰＵ 负荷的变化情况 。 可以看 出 ， 随

着冷媒过冷度的增加 ， 进入蒸发器的 冷媒温度降低 ，

而传热温差基本保持不变 ，
因此 ＣＰ Ｕ 表面温度随

之降低 ，
而在 ＣＰＵ 本体和表面温差相对稳定的情况

下 ，
ＣＰＵ 本体温度也随冷媒过冷度的增加而降低 。

在相同过冷度下 ，
ＣＰＵ 本体平均温度随负荷的增大

和升高 ， 这主要是由于冷媒进 口 温度随 ＣＰＵ 负荷增

大而增加引起的 。

Ｃ０
°

＇

°

ｃ
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０



５



０
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３ ． ４ 冷媒流量及输配能耗

图 １０ 给出 了在不同 ＣＰＵ 负荷以及冷媒过冷度

的条件下 ， 冷媒质量流量 Ｍ１３４ａ 测试结果 。

－＾－Ａｒ＝－５
°

ｃ
－＊－ Ａｒ＝－ ｉ ｏ

°
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°
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图 ｉ 〇 冷媒流量测试结果
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ｇ
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图 １ １ 给 出 了 在不 同 ＣＰＵ 负荷 以 及冷媒

过冷度 的条件下 ， 冷媒泵 和冷 却水泵 的总功耗

＾＾
ｐ ｕ
ｍ
ｐ
—

１３ ４ａ＋ｗ
ｐｕ
ｍ
ｐ
—ｗａｔｅ ｒ测试结果 。
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°
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ｏ

ＣＡｒ＝－１ ５
°

Ｃ

图 １ １ 输配能耗测试结果 （
水泵 ＋ 冷媒泵 ）
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ｐｕｍｐ 
ａｎｄ ｒｅｆｒｉ

ｇ
ｅｒａｎｔ

ｐｕｍｐ ）

从测试结果看 ，
过冷度对制冷剂流量影响的很

小 ，
因此对制冷剂输配能耗的影响可以忽略 。 影响

制冷剂泵功耗的主要 因素是 ＣＰＵ 负荷 。 由 于制冷剂

必须达到
一

定的质ｔｔ流量 ， 才能使整个两相流循环

启动 ，
完成相变换热的 目 标 。 而在 ＣＰＵ 处于中 、 低

负荷的时候 ， 由于制冷剂流速较低 ， 需要借助
一

定的

功率来驱动制冷剂流动 ， 使制冷剂达到预定的流量 。

此时制冷剂泵的功耗大约在 ０ ． ５？ １ ．０ Ｗ
？ 当 ＣＰＵ 满

负荷运行时 ， 由于制冷剂蒸发加剧 ， 气液两相流中气

相占 比增加 ， 两相流的阻力随之增大 ， 需要更高的压

头驱动 。 由 于满负荷时循环回路中制冷剂密度差増

加 ， 重力压头增大 ，

一

定程度上补偿了驱动压头 ，
因

此需要的外部驱动力
（
即泵功耗） 有所减小 ， 从图 １ １

的测试结果中可以 看出 。

图 １ １ 还可以看出 ，

ＣＰＵ 负荷对输配系统 （冷媒

泵和冷却水泵 ） 能耗的影响主要体现在对冷媒泵功

耗的影响 。 因此 ， 在相同的过冷度 下 ，
ＣＰＵ 满负荷

时的总输配能耗较小 。 冷媒过冷度主要 由冷却水进

水温度决定 ， 冷却水流量对冷媒过冷度的影响相对

较小 。
因此在相同 ＣＰＵ 负荷下 ， 不同过冷度时的总

输配能耗差别很小 ．

４ 能效分析

根针对该两相流循环冷却系统 ， 定义理论能效

比 ： ｅ二 散热量 ／ （水泵能耗 ＋ 冷媒泵能耗 ＋ 冷却塔

风机能耗
）

。 表 ６ 给出 了长春市某通信数据中心机柜

及空调系统的调研情况 。

在不同 ＣＰＵ 负荷工况下 ， 根据上述试验平台的

能耗测试结果和工程调研情况 ， 在完全不开启冷水

机组的条件下 ， 将该两相流微槽道散热系统应用于

该数据中心 （原理图见图 １２
）

， 根据其全年理论能效

比分析结果详见表 ７
．

从表 ７ 的分析结果 中可以 看出 ， 在完全依靠

蒸发冷却设备
（
如闭式冷却塔 ） 供冷的理想条件下

（
ｎｏｎ－

ｃｈｉ ｌ ｌｅｒｆｒｅｅｃｏｏ ｌ ｉｎｇ） ，
只要蒸发冷却设备供水温

度不高于 ３０
°

Ｃ （冷媒过冷度不大于 －

５
°

Ｃ
） ， 该两相流

循环散热系统应用 于大型数据中心散热 ， 即可达到

７？ １ ０ 的理论能效比 。 在实际工程中 ，
考虑到冷却水

在输送过程中的漏热 、 温升 ， 中大型水杲 、 闭式冷却

塔的实际功耗 ，
以及某些炎热地 区在夏季部分时段

需要开启制冷机供冷 ， 由于省去了 巨大的风机能耗 ，

类似的两相流散热系统的 实测能效 比
一

般也会达到

表 ６ 长春市某数据中心主要配置调研统计

Ｔａｂ ｌｅ６Ｍａｊｏｒｉｎｆｏｒｍａｔ ｉｏｎｓｔａ ｔ ｉｓ ｔ ｉ ｃｓｏｆ ａｄａｔａｃｅｎ ｔｅｒｉ ｎＣ ｈａ ｎｇ ｃｈｕｎ

机柜数量 单台机柜平均负荷／
ｋＷ 逆流闭式冷却塔台数 冷却塔水Ｍ／

ｔ
．

ｈ
－

１

１００ １ １ ２０

冷却塔喷淋泵额定功率／
ｗ 冷却塔额定风ｔｔ ／

ｍｌｈ
－

１

冷却塔风机额定功率 ／
Ｗ 冷却塔进水管直径

７５０ ８５ ００ ５ ５０ ５０

冷却水泵额定扬程／
ｍ 冷却水泵额定功率／

Ｗ 室外空气干球温度 ／

°
ｃ 室外空气相对湿度／

％

２０ １ ８ ００ ２ ８ ７０
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表 ７ 理论能效比分析

Ｔａｂ ｌｅ７Ａｎａｌｙｓ ｉ ｓｏｆｔｈｅｏ ｒｅ ｔ ｉ ｃａｌａｎｎｕａｌｅｎｅ ｒｇｙｅｆｆｉ ｃｉｅｎｃｙ

工况 ＣＰＵ 散热量／
Ｗ ＣＰＵ 本体温度 ／

°
ｃ 冷媒过冷度／

°
ｃ 冷却水进 口温度／

°
ｃ 全年理论能效 比 （不开冷机 ）

低负荷 ５ ０ ６０
－

５ ３０ ７ ． ４

中 负荷 １ ００ ６３
－

５ ３０ ８ ． ６

满负荷 １ ５０ ６５
—

５ ３０ １ ０ ． ２

６？ ８ ｌ

２ ６
＿ ２９

ｌ

。 对于气象条件较好的城市
（
如西南部山

区
、 新疆部分地区和东北部省份） ， 由于全年空气湿

球温度较低 ， 如果能将蒸发冷却设备的 出水温度稳

定控制在 ３０
°

Ｃ 以 下 ， 在全年不开启制冷机的情况

下 ，
该两相流散热系统的理论能效比可以达到 １ ０ 甚

至更高

图 １ ２ 两相流微槽道散热系统应用于数据中心原理示意 阁

Ｆｉ

ｇ
．１ ２Ｓｃｈｅｍａ ｔ ｉｃｄ ｉａ

ｇ
ｒ ａｍ ｏｆｔ ｈｅｔｗｏ

－

ｐ
ｈａｓｅｍ ｉｃ ｒｏ－ ｃｈａｎ ｎｅ ｌ

ｈ ｅａ ｔｔｒ ａｎｓ ｆｅｒｓ
ｙ
ｓｔｅｍａ

ｐｐ ｌ ｉｅｄｉｎａｄａｔ ａｃｅｎ ｔｅ ｒ

５ 结 论

本文设计 、 加工并测试了
一

套以 Ｒ １３４ａ 为制冷

剂的两相流微槽道循环冷却系统 ， 用于 ＣＰＵ 等发热

密度较高的 电子学元器件的冷却 ， 并对该系统在长

春市某数据中 心的应用进行了理论分析 ，
得到的结

论如下 ：

１
） 在 ＣＰＵ 负荷不变的情况下 ， 可以近似认为 ，

冷媒过冷度决定了室外冷源的种类 、 可用时间以及

整个机房冷却系统的综合能效 。

２
）
在测试工况下 ，

ＣＰＵ 表面和制冷剂之 间的传

热温差都维持在 ２８？ ３ １

°

Ｃ 之间 。

３
） 在 ＣＰＵ 发热密度 ３ ． １ ？３ ． ２Ｗ

／
ｃｍ

２

条件

下 ，

Ｒ １３４ａ 沸腾换热能力比较稳定 ， 综合传热系数

基本保持在 １ ０００？ １ ２００Ｗ
／＾
ｍｙＣ

）
。

４
） 在 ＣＰＵ 满负荷工况下 ， 由 于重力压头增大 ，

冷媒泵功耗相应减小 。

５
）
将该微槽道两相流冷却系统应用在大型数据

中心 ， 如果室外蒸发冷却设备 （如闭式冷却塔 ） 的 出

水温度能稳定控制在 ３０
°

Ｃ 以下 ， 在全年不开启制冷

机的情况下 ， 该两相流散热系统的理论能效 比可以

达到 １０
。

该微槽道两相流冷却系统适用 于计算机房 、 通

信机房 、 大型数据 中心等发热密度大 、 冷却能耗高 、

传统的空气冷却技术越来越不能满足要求的场所 ，

具有 良好的传热性能 、 较高的运行能效 、 较好的通

用性 、 较高的可靠性和广阔的应用前景 。 如果该两

相流冷却技术在模块化 、 通用化 、 维护调试方面能

够进一步优化完善 ， 将具有巨大的节能优势 、 市场

潜力和可观的经济社会效益 。

参 考 文 献

［

１
］ＳｈａｈＡＪ ．Ｅｘｅｒ

ｇｙ
－ＢａｓｅｄＡｎ ａｌ

ｙ
ｓ

ｉ
ｓａｎｄＯｐ ｔ

ｉ
ｍ

ｉｚａｔｉ
ｏｎｏｆ

Ｃｏｍ
ｐ
ｕ ｔｅ ｒＴｈｅｒｍａ ｌＭａｎａ

ｇ
ｅｍｅｎ ｔＳｙｓｔｅｍ ｓ ［

Ｄ
］

．Ｂｅ ｒｋｅ ｌｅｙ ：

Ｕ ｎ
ｉ
ｖｅｒｓ

ｉ
ｔ
ｙ 

ｏｆ Ｃａ
ｌ ｉ ｆｏｒ ｎ ｉ

ａ
，２００５

［

２
］Ｍａｎｄｅ ｌＲ

，Ｄｅｓｓ ｉａｔｏｕｎＳＶ
，Ｏｈ ａｄ ｉＭＭ ．Ａｎ ａｌｙｓｉｓｏｆ

Ｃｈ ｏｉｃｅｏｆＷｏ ｒｋｉ ｎ
ｇＦ ｌｕ ｉｄ ｆｏ ｒＥｎｅ ｒ

ｇｙＥ ｆｆｉｃ ｉｅｎｔＣｏ ｏｌ ｉｎ
ｇ

ｏ ｆＨ ｉ

ｇ
ｈＦ ｌｕｘＥｌ ｅｃ ｔｒ ｏｎ ｉｃｓ［

Ｃ
Ｊ
／／
ＣＡ ＬＣＥＥ ｌｅｃ ｔｒ ｏｎ ｉｃＰ ｒｏｄ

？

ｕ ｃｔ ｓａｎｄ Ｓ
ｙ
ｓ ｔｅｍｓＣｅｎｔｅ ｒ ．Ｅｌｅｃｔｒ ｏｎ ｉｃｓ ｃｏｏｌ ｉｎ

ｇ
ｃｏｎ ｓｏ ｒｔｉｕｍ

，

Ｍａｒ
ｙ

ｌａ ｎｄ
，２０ １ １ ：３５

－

４２

［

３
］Ｆａｋ ｈｉｍＢ

， Ｂｅｈ ｎ ｉａＭ
，Ａｒｍ ｆｉｅ ｌｄＳＷ ，ｅ

ｔａｌ
．Ｃｏｏ ｌ ｉ ｎ

ｇ
Ｓｏ

？

ｌ ｕｔ ｉｏｎｓ ｉｎａｎＯ
ｐ
ｅｒａｔ ｉｏｎ ａｌＤａ ｔａＣｅｎｔ ｅｒ ：ＡｃａｓｅＳｔ ｕｄ

ｙ ［

Ｊ
］

．

Ａｐｐ ｌ ｉｅｄＴｈｅｒｍａｌＥｎ
ｇ

ｉ ｎｅｅ ｒ ｉｎ ｇ
．２０ １ １

，４ ８ （
３

）
：２４－３０

［

４
］
谷立静 ， 周伏秋 ，

孟辉 ． 我国数据中心能耗及能耗水平研究

［
Ｊ

］

？ 中 国能源 ，

２０ １ ０
， ３２ （

１ １
）

：４２
－

４５

ＧＵＬ ｉ
ｊ

ｉｎ
ｇ

，ＺＨＯＵＦｕｑｉｕ ，ＭＥＮＧＨ ｕｉ
．Ａｎａｌ

ｙ
ｓ

ｉｓｏｎＥｎ？

ｅ ｒ
ｇｙ 

Ｃｏ ｎｓｕｍｐｔｉｏ ｎａｎｄＥｎ ｅｒ
ｇｙ

Ｅｆｆｉｃ ｉｅｎｃ
ｙ

ｏ ｆＤａｔ ａＣｅｎ ｔｅ ｒｓ

ｉ
ｎＣｈ

ｉ
ｎａ

［

Ｊ
］

． Ｃｈ
ｉ
ｎ ａＥｎｅ ｒｇｙ，

２０ １ ０
，

３２
（
１ １

）
：４２－４５

问 严瀚 ？ 数据中 心预冷节能方案研究 ［
Ｊ

］

． 暖通空调 ， ２０ １ ５
，

４ ５
（
５

）
：５０ －５５

ＹＡＮＨａｎ ．Ｒ ｅｓｅａｒ ｃｈ ｏｎＰ ｒｅ
－

ｃｏｏ ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
Ｅｎｅｒ

ｇｙ
Ｓａｖ ｉｎ

ｇ 

ｏｆ Ｄ ａｔａ

Ｃｅｎｔｅｒ
 ［

Ｊ
］

．Ｊｏｕ ｒｎ ａｌｏｆＨＶ＆ＡＣ ，２０ １ ５
，４ ５

（
５

）
：５０－５ ５

［
６

］ＣｈｏｉＪ
，Ｈ ＡＭ ，Ｌ ｅｅＹ ．ＴｈｅｒｍａｌＭａｎａ

ｇ
ｅｍｅｎ ｔｏｆＨ

ｉｇ
ｈ

Ｄｅｎｓｉ ｔｙ ＰｏｗｅｒＳｅ ｒｖｅｒｓ Ｕｓ ｉ ｎ
ｇ
ａＣｏｍｐ

ａｃ ｔＴｗｏ－

ｐｈａｓｅ Ｌｏｏ
ｐ

Ｃｏ ｏｌ ｉ ｎ
ｇ
Ｓ ｙｓ ｔｅｍ

 ［

Ｃ
］／ ／

Ｉｎｓ ｔ ｉｔ ｕｔｅｏ ｆＥｌｅｃ ｔｒ ｉｃａｌａｎｄＥｌ ｅｃｔｒ ｏｎ？

ｉｃｓＥｎ
ｇ

ｉｎｅｅｒｓ ．２９ ｔｈＩＥＥＥＳＥＭ Ｉ
－ＴＨＥＲＭＳｙｍｐｏ ｓ

ｉ
ｕｍ ．

Ｓ ａｎＪ ｏｓｅ
，
２０ １ ３ ： ２９－３３

［
７

］
甘云华 ． 硅基微通道内流动与传热的可视化测量及其规律

的研究 ［
Ｄ

］
． 合肥 ： 中国科学技术大学 ， ２００６

ＧＡＮＹｕｎｈｕａ ．Ｉ ｎｖｅｓｔ ｉ

ｇ
ａｔ ｉ ｏｎｏｆＶ ｉｓ ｕａｌＭ ｅａｓｕ ｒｅｍｅｎｔｏ ｎ

Ｆ ｌｏｗａｎｄＨｅａｔＴｒａｎｓ ｆｅｒｏｆ Ｍ ｉ
ｃｒｏｆｌｕ ｉ

ｄ
ｉ
ｃ ｓ Ｉｎｓ ｉ

ｄｅ Ｓ
ｉ ｌ ｉ ｃｏ ｎＭ ｉ

？

ｃｒｏ ｃｈａｎｎｅ ｌｓ
 ［

Ｄ
］

．Ｈｅｆｅ ｉ ：Ｕｎｉ ｖｅｒｓｉ ｔｙ
ｏ ｆＳｃ ｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎ ｏｌ

？

ｏ
ｇｙ 

ｏｆＣｈ
ｉ
ｎａ

，２ ００
６

［

８
］
刘东 ， 刘 明侯 ， 王亚青 ， 等 ． 泡沫铜填充曲折槽道散热器 内对



１６８ 工 程 热 物 理 学 报 ４１ 卷

流换热研究
［

Ｊ
］

． 工程热物理学报 ，

２〇〇９
，
３ ０

（
１ １

）
：１９ ３５

－

１９３ ８

ＬＩＵＤｏｎｇ ，ＬＩＵＭ ｉｎｇｈｏｕ ，ＷＡＮＧＹａｑｉｎｇ，ｅｔａｌ ．Ｃｏｎ？

ｖｅｃｔ ｉｖｅＨ ｅａｔＴｒａｎｓ ｆｅｒｉ ｎＴｏ ｒｔｕｏｕｓＨｅａｔＲａｄ ｉａｔｏ ｒＦｉ ｌｌｅｄ

Ｗ ｉ ｔｈＯｐｅｎ
－ｃｅ ｌ ｌＣｏｐｐｅｒＦｏａｍ ［

Ｊ
］

．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎ
ｇ ｉｎｅｅｒｉｎｇ

Ｔｈｅｒｍｏｐｈｙｓ ｉｃｓ
，
２００ ９

，
３０ （

１ １
）

：１ ９３５
－

１９３８

［

９
］
管宁 ． 微柱群阻力特性实验研究

［

Ｊ
］

． 工程热物理学报 ，
２〇 ０９

，

３０
（
１ １

）
：１ ８９ ８

－

１９０ ０

ＧＵＡＮＮｉｎ
ｇ

．Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔ ｉ
ｇ
ａｔ ｉｏｎｏｆ Ｒｅｓｉ ｓｔａｎｃｅ

Ｃｈａ ｒａｃｔｅｒｉｓｔ ｉｃｓ ｉｎＭｉ ｃｒｏＰ ｉ
ｎＦ ｉｎｓ ［

Ｊ
］

．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎ
ｇ

ｉ
？

ｎｅｅｒ
ｉ
ｎ
ｇＴｈｅｒｍｏｐｈｙ

ｓ
ｉｃｓ

，２０ ０９， ３０（
１ １

）
： １８９ ８

－

１ ９０ ０

［
１ ０

］Ｃｈｏ ｉＪ
，
ＳａｎｏＷ

，
ＺＨＡＮＧＷ

，
ｅｔａｌ ．Ｅｘｐｅｒ ｉｍｅｎｔａｌ Ｉｎｖｅｓ ｔｉ

？

ｇａｔｉ
ｏｎｏｎＳ

ｉ
ｎ ｔｅｒｅｄＰｏｒ ｏｕｓ Ｗ

ｉ
ｃｋｓｆｏｒＭ

ｉ
ｎ

ｉ
ａｔｕｒｅＬｏ ｏｐ 

Ｈｅａｔ

Ｐ ｉｐｅＡｐｐ ｌｉｃａｔｉ ｏｎｓ ［
Ｊ

］

． Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ ａｌＴ ｈｅｒｍａｌａｎｄＦｌｕｉｄ

Ｓ ｃ ｉｅｎｃｅ
，
２０ １３

，
５ １

（
１ ０

）
：２７ １

－

２ ７８

［
１ １

］Ｄａｖｉ ｄＭＰ
，
Ｉｙ

ｅｎ
ｇ
ａｒＭＫ

，Ｐａ ｒｉｄａ Ｐ
，
ｅｔａ ｌ

．Ｉｍｐａｃ
ｔ

ｏｆ Ｏｐｅｒ
？

ａ ｔｉｎ
ｇＣｏｎｄｉ ｔｉｏｎｓｏｎａＣｈｉｌ ｌｅｒ－ｌｅｓｓ Ｄａ ｔａＣｅｎｔｅｒＴｅｓｔＦａｃｉｌ

？

ｉｔｙ 

Ｗ ｉｔｈ Ｌｉｑｕ ｉｄ Ｃｏｏ ｌｅｄＳｅｒｖｅｒｓ
［

Ｃ
］
／／

Ｉｎｓ ｔｉｔｕｔｅｏ ｆＥｌ ｅｃｔｒ ｉ
ｃａｌ

ａｎｄＥｌ ｅｃｔｒｏｎｉｃｓＥｎ
ｇ

ｉｎｅｅｒｓ ．
１３ｔｈＩＥＥＥＩＴＨＥＲＭＣｏｎｆｅｒ

？

ｅｎｃｅ
， Ｓ ａｎＤｉ ｅ

ｇ
ｏ

，
２０ １ ２ ：５６２－５ ７４

［

１２
］Ｏｈａｄｉ

ＭＭ
，
Ｄ ｅｓｓ

ｉ
ａｔｏｕｎＳＶ

，Ｃｈｏ ｏＫ ，
ｅｔａｌ ．ＡＣｏｍ？

ｐ
ａｒ ｉｓｏｎＡｎａｌｙｓｉｓ ｏｆＡ ｉｒ

，ＬｉｑｕｉｄａｎｄＴｗｏ－ ｐｈａｓｅＣｏｏ ｌｉｎ
ｇ

ｏ ｆＤａｔａ Ｃｅｎｔｅｒｓ
 ［

Ｃ
］／／

Ｉｎｓｔｉ ｔｕｔｅｏ ｆＥｌ ｅｃｔｒ ｉｃａｌ ａｎｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
？

ｉ ｃｓ Ｅｎ
ｇ

ｉｎｅｅｒｓ ．２８ｔｈＩＥＥＥＳＥＭ ＩＴＨＥＲＭＳ
ｙ
ｍｐｏｓｉ ｕｍ

，
Ｓａｎ

Ｊ ｏｓｅ
，
２０ １２ ：５８－６４

［
１３

］Ｏ ｌ
ｉ
ｖ

ｉ
ｅｒＪＡ

，Ｍａｒｃ
ｉ
ｎ

ｉ
ｃｈｅｎＪＢ

，ＴｈｏｍｅＪＲ．Ｔｗｏ－ｐｈａｓｅ

Ｃｏｏｌ
ｉｎ
ｇ 
ｏ ｆＤａｔａＣｅｎｔｅｒｓ ：ＲｅｄｕｃｔｉｏｎｉｎＥｎｅｒｇｙ

Ｃｏｓｔ ｓａｎｄ

ＩｍｐｒｏｖｅｄＥｆｆｉ ｃｉ ｅｎｃｉｅｓ
 ［

Ｃ
］
／／
Ｂｒａｚ ｉ ｌｉａｎＩｎｓｔｉ ｔｕｔ ｅｏ ｆＴｈｅｒｍａｌ

Ｓ ｃ ｉｅｎｃｅ ．１３ｔｈＢｒａｚ ｉ
ｌ
ｉａｎ Ｃｏｎｇｒｅｓ ｓｏ ｆＴｈｅｒｍａ ｌＳ ｃ

ｉ
ｅｎｃｅｓａｎｄ

Ｅｎｇｉ
ｎｅｅｒ ｉｎ

ｇ ，
Ｂｒａ ｚｉ ｌ

，２０ １０：４２ ７
－

４３７

［

１４
］
吴信宇

， 吴慧英，
屈健

，
等 ． 纳米流体在芯片微通道中 的流动

与换热特性
［

Ｊ
］

■ 化工学报，
２〇 〇８

， ５９ （９）
：２ １８１

＿

２ １８７

ＷＵＸ ｉｎｙｕ ｝ＷＵＨｕ ｉ
ｊ
ｄｎ

ｇ ，ＱＵＪ ｉａｎ
，
ｅｔａｌ

．Ｆｌ ｏｗａｎｄＨｅａｔ

ＴｒａｎｓｆｅｒＣｈａｒａｃｔ ｅｒ ｉｓｔ ｉｃｓｏｆＮａｎｏｆｌｕ ｉｄｓ ｉｎ Ｓ ｉｌ ｉｃｏｎＣｈ ｉｐ 
Ｍ

ｉ
？

ｃｒｏ ｃｈａｎｎｅ ｌｓ［
Ｊ

］

．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｅｍｉｃａｌ ＩｎｄｕｓｔｒｙａｎｄＥｎｇｉ
－

ｎｅｅｒ ｉｎ
ｇ（Ｃｈ ｉｎａ

） ，

２００８
，
５９

（
９

）
：２１８ １

－

２１ ８７

［

１ ５
］
李腾

， 刘静 ． 芯片 冷却技术中的微 ／纳米材料与结构的研究

进展 ［
Ｊ

］
． 微纳电子技术 ，

２００４
，４１ （

８
）

：２１－２７

ＬＩ Ｔｅｎ
ｇ，

ＬＩＵＪ ｉｎ
ｇ

．Ｌ ａｔ ｅｓ ｔＲｅｓｅａｒｃｈＡｄｖａｎｃｅｍｅｎｔａｎｄＡｓ？

ｓｅｓ ｓｍｅｎｔｏ ｆＭ
ｉ
ｃｒｏ

／
Ｎａｎｏ－ｓ ｃａｌ ｅＭａ ｔｅｒｉ

ａ ｌｓａｎｄＳｔｒｕｃｔｕｒｅｓ

ｆｏｒＣｈ ｉｐＣｏ ｏｌｉｎ
ｇ 
Ｄｅｖｉｃｅｓ ［

Ｊ
］

．Ｍ ｉｃｒｏｎａｎｏｅ ｌｅｃｔｒｏｎｉ ｃＴｅｃｈ？

ｎｏｌｏ
ｇｙ ．２００４

，
 ４１

（
８

）
：２ １

－

２ ７

［

１６
］
ＷＵＤ

，
Ｍ ａｒｃ

ｉｎ ｉ
ｃｈｅｎ ＪＢ

， 
ＴｈｏｍＪＲ ．Ｅｘｐｅｒ ｉｍｅｎｔａｌ

Ｅｖａｌ ｕａ
？

ｔ ｉｏｎｏｆａＣｏｎｔｒｏ ｌｌｅｄ Ｈ
ｙ
ｂｒ ｉｄ Ｔｗｏ－

ｐｈａｓｅＭｕ ｌ ｔ ｉ

－

ｍ ｉｃｒｏ
Ｃｈａｎ？

ｎｅ ｌＣｏｏ ｌｉ
ｎ
ｇ

ａｎｄＨｅａｔＲｅｃｏｖｅｒｙＳｙｓ ｔｅｍＤｒ
ｉ
ｖｅｎＢ

ｙ
Ｌ ｉｑ

－

ｕ ｉｄ Ｐｕｍｐ
ａｎｄＶａｐｏ ｒＣｏｍｐｒ ｅｓ ｓｏｒ［

Ｊ
ｊ

．Ｒｅｆｒ
ｉｇ
ｅｒａｔ ｉ

ｏｎ
，
２０ １３

，

３６
（
１ ０

）
：３７５－３ ８９

［

１７
］
ＬａｗＭ

，
ＬｅｅＰＳ ．ＡＣｏｍｐａｒ ａｔ ｉ

ｖｅＳｔ ｕｄｙｏｆＥｘｐｅｒ ｉｍｅｎｔ ａｌ

Ｆ ｌｏｗＢｏ ｉ ｌ ｉ
ｎ
ｇ 
ＨｅａｔＴｒａｎｓｆｅｒａｎｄＰ ｒｅｓｓｕｒｅＣｈａｒ ａｃｔｅｒｉｓ ｔｉｃｓ

ｉｎ Ｓｔ ｒａｉ

ｇ
ｈｔ

－

ａｎｄＯｂ ｌｉｑｕ ｅ
－

ｆｉｎｎｅｄＭｉｃｒ ｏ
－

ｃｈａｎ ｎｅ ｌｓ
［

Ｊ
］

． Ｉｎｔｅｒ？

ｎａｔｉｏｎａ ｌＪｏｕｒ ｎａｌ ｏｆＨ ｅａｔａｎｄＭ ａｓｓ Ｔｒａｎｓ ｆｅｒ
，
２０ １５

，５８ （
５

）
：

７９ ７
－

８Ｘ ０

［
１８

］ＭＬａｗ
，
Ｐ ＳＬｅｅ

，
Ｋ ．Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎ ｔａｌＩｎｖｅｓｔ ｉｇａｔ ｉｏｎｏ ｆＦｌｏｗ

Ｂｏｉｌ ｉｎ
ｇＨ ｅａｔＴｒａｎｓｆｅｒｉｎＮｏｖｅｌＯｂ ｌ

ｉｑｕ
ｅ－

ｆ
ｉｎｎｅｄＭ ｉｃｒｏ

？

ｃｈａｎｎｅ ｌｓ［

Ｊ
］

．Ｉｎｔ ｅｒｎａｔｉｏｎａｌＪｏｕｒ ｎａｌｏｆＨｅａｔａｎｄＭ ａｓｓ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ
，
２０ １４

，５
７

（
８

）
：４ １９

－４３ １

［
１９

］Ｍａｄｈｏｕｒ
Ｙ

，Ｏｌｉ
ｖ

ｉ
ｅｒＪＡ

， ＰａｒｅｄｅｓＳ ，
ｅｔａｌ

．Ｆｌ
ｏｗＢｏｉ ｌｉｎ

ｇ
ｏｆ

Ｒ１３４ａｉｎ ａＭｕｌｔｉ

－

ｍ ｉｃｒｏＣｈａｎｎｅｌＨｅａｔＳ ｉｎｋ ｗ ｉｔｈＨｏｔ ｓｐｏｔ

Ｈｅａｔｅｒ ｓ ｆｏｒＥｎｅｒ
ｇｙ

－ ｅｆｆｉｃ
ｉ
ｅｎｔＭ ｉ

ｃｒｏｅｌｅｃｔ ｒｏｎ ｉ
ｃＣＰＵＣｏｏｌ

？

ｉｎｇ 

Ａ
ｐｐｌ ｉｃａｔｉｏｎｓ ［

Ｃ
Ｊ ／／ＩＥＥＥｌＹａｎｓａｃｔ ｉｏｎ ｏ ｆＰａｃｋａｇｉｎｇ 

ａｎｄ

Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ 
Ｔｅｃｈｎｏ ｌｏ

ｇｙ ，２
０１ １ ：８ ７３

－

８８３

［

２０
］ＭａｄｈｏｕｒＹ

，Ｏｌ ｉｖｉ ｅｒＪＡ
，Ｐａ ｒｅｄｅｓＳ

，ｅｔａｌ
．Ｔｗｏ－ｐｈａｓｅ

Ｆ ｌｏｗＢｏ ｉｌｉｎ
ｇ

ｏｆＲ １３ ４ａｉｎａＭｕｌ ｔｉ
－

ｍｉ ｃｒｏＣｈａｎｎｅ ｌＨｅａｔ

Ｓ ｉ
ｎｋｆｏｒＭ

ｉ
ｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒＣｏｏｌ

ｉｎｇ
 ［

Ｃ
］ ／／

ＥｕｒｏｐｅａｎＷｏ ｒｋｓｈｏｐ

ｏｎＴｈｅｒｍａｌ
－Ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｉｃＣｏｍｐｏｎｅｎｔ ｓ ．１ ６ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ ｌ

Ｗｏ ｒｋｓｈｏｐ 
ｏｎ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｉｎｖｅｓｔ

ｉｇ
ａｔ

ｉ
ｏｎｓｏ ｆＩＣｓａｎｄＳｙｓｔ ｅｍｓ

，

Ａｍｓｔｒｅｒｄ ａｍ
， ２０１０ ：１

－

６

［

２ １
］Ｐａｒ ｋＪＥ ，

ＴｈｏｍｅＪＲ ．Ｃｒｉｔ ｉｃａｌＨｅａｔＦｌｕｘｉｎ Ｍｕ ｌｔ ｉ
－

ｍｉｃｒｏ

Ｃ ｈａｎｎｅ ｌＣｏｐｐ
ｅｒＥ ｌｅｍｅｎｔｓｗｉｔｈＬ ｏｗＰｒｅｓｓｕｒｅＲｅｆｒ

ｉｇ
ｅｒ？

ａｎｔｓ
 ［

Ｊ
］

．Ｉｎｔ ｅｒｎａｔ ｉ
ｏｎａ

ｌＪ ｏｕｒｎａ ｌ
ｏ ｆＨｅａｔａｎｄ Ｍａｓ ｓＴｒａｎｓｆｅｒ

，

２０ １ ０
，
５３ （

９
）

：１ １０
－

１ ２２

［

２ ２
］
Ｌ ｅｅＪ

，
Ｍｕｄａｗａ ｒＩ ．Ｃｒ ｉｔｉｃａ ｌＨ ｅａ ｔＦ ｌｕｘｆｏｒＳｕｂ －ｃｏｏｌｅｄ Ｆｌｏｗ

Ｂｏ ｉｌｉｎｇｉｎＭ ｉｃｒｏＣｈａｎｎｅｌＨｅａｔＳ ｉｎｋｓ［

Ｊ
］

．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ ｏｎａ ｌ

Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆＨｅａｔａｎｄ Ｍａｓ ｓＴｒａｎｓｆｅｒ
，
２００９

，
５２

（
１０

）
：３３ ４１－

３ ３５２

［

２ ３
］Ｂｅｒｔｓ ｃｈＳＳ

，
Ｇｒｏ ｌｌ ＥＡ

，Ｇａｒｉｍｅｌ ｌａＳＶ．Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆ Ｈｅａｔ

Ｆ ｌｕｘ
，
Ｍ ａｓｓ Ｆ ｌｕｘ

，
Ｖａｐｏ ｒ

Ｑｕａｌ
ｉｔｙ，

ａｎｄ Ｓａｔ ｕｒａｔｉｏｎＴｅｍｐｅｒ
？

ａｔｕｒｅｏｎＦ ｌｏｗＢｏ ｉｌｉ
ｎ
ｇＨｅａｔＴｒａｎｓｆｅｒｉｎＭ ｉｃｒｏ

－

ｃｈａｎｎｅｌ ｓ

［

Ｊ
］

． Ｉｎｔｅｒｎａｔ ｉｏｎａｌＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｕ ｌｔ ｉｐｈａｓｅ Ｆ ｌｏｗ
，
２００ ９

，
３５

（
６

）
：

１４２－１ ５４

［
２４

］Ｍｅ
ｇ
ａｈｅｄ Ａ ．Ｌｏｃａ ｌＦｌ ｏｗ Ｂｏ ｉｌｉｎｇ 

ＨｅａｔＴｒａｎｓ ｆｅｒＣｈａｒａｃｔｅｒ？

ｉｓ ｔｉ ｃｓ ｉｎＳｉ ｌｉｃｏｎＭ ｉ ｃｒ ｏＣｈａｎｎｅｌＨｅａｔＳ ｉｎｋｓＵｓ ｉｎ
ｇ
Ｌ ｉｑｕ ｉｄ

Ｃｒ
ｙ
ｓｔ ａｌＴｈｅｒｍｏ

ｇ
ｒａｐｈｙ ［

Ｊ
］

． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆＭｕｌ
？

ｔｉｐｈａｓ ｅＦ ｌｏｗ
，
２０１２

，
３ ８（

１２
）

：５５－６５

［
２ ５

］Ｎ ａｓｃ
ｉ
ｍｅｎｔ ｏＦＪ

，
ＬｅａｏＳＬ

，Ｒ ｉｂａｔｓｋ ｉ
Ｇ ．Ａｎ Ｅｘｐｅｒ ｉ

ｍｅｎｔａｌ

Ｓ ｔｕｄｙ 
ｏｎＦ ｌｏｗＢｏｉｌｉｎｇ

Ｈｅａ ｔＴｒａｎｓｆｅｒｏ ｆＲ１３４ａ ｉｎａ Ｍ ｉｃｒｏ

Ｃｈａｎｎｅ ｌＢａｓｅｄＨ ｅａｔ Ｓ ｉｎｋ
［

Ｊ
］

．Ｅｘｐｒｅｓｓ ｏｆＦ ｌｕｉｄＳ ｃｉ ｅｎｃｅｓ
，

２０ １ ３
，４５（

１０
）

：１ １７
－

１２７

［

２ ６
］ 中华人民共和 国住房和城乡建设部 ， 中华人民共和 国国家

质量监督检验检疫总局 ，
ＧＢ５０１７４２００ ８． 电子信息系统机

房设计规范
［

Ｓ
］

． 北京 ： 中国 电子工程设计院 ，
２〇 〇８：４６－４８

Ｍ ｉｎｉｓ ｔｒｙ
ｏｆＨｏｕｓ ｉｎ

ｇ
ａｎｄ

Ｕ ｒｂａｎ－Ｒｕｒａ ｌＤｅｖｅｌ ｏ
ｐ
ｍｅｎｔｏｆ ｔｈｅ

Ｐｅｏｐｌｅ
’

ｓＲｅｐｕｂ ｌｉ ｃｏ ｆＣｈ ｉｎａ．ＧｅｎｅｒａｌＡｄｍｉｎｉｓｔ ｒａｔｉ ｏｎｏ ｆ

Ｑｕａｌｉ
ｔ
ｙＳｕｐｅｒｖｉｓ ｉｏｎ

，Ｉｎｓ
ｐｅｃｔ ｉｏｎａｎｄＱｕａｒａｎｔ ｉｎｅｏｆｔｈｅ

Ｐｅｏｐｌｅ
＇

ｓＲｅｐｕｂｌｉ ｃｏｆ Ｃｈ ｉｎａ ．ＧＢ５０ １Ｔ４－２００８ ．Ｃｏｄｅｆｏ ｒｄｅ？

ｓ
ｉｇ
ｎｏｆＥｌｅｃｔｒ ｏｎｉｃＩｎｆｏｒｍａｔ ｉｏｎＳｙｓｔ ｅｍＲｏｏｍ

 ［

Ｓ
］

． Ｂｅｉｊ ｉｎ
ｇ

：

Ｃｈ ｉｎａＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｅｎｇ ｉ
ｎｅｅｒ ｉｎｇ 

Ｄｅｓｉ ｇｎＩｎｓｔｉｔｕｔｅ
，２００ ８ ：４ ６

－

４８

［

２ ７
］
Ａｍｅｒ

ｉ
ｃａｎＳｏｃ

ｉ
ｅｔｙｏ ｆＨｅａｔｉ

ｎ
ｇ ，Ｒｅｆｒ

ｉ ｇ
ｅｒａｔ ｉ

ｎ
ｇａｎｄＡｉｒ－

Ｃｏｎｄ ｉｔｉ ｏｎ ｉｎ
ｇ
Ｅｎ

ｇ
ｉｎｅｅｒｓ ．Ｔｈｅｒｍ ａｌＧｕ ｉｄｅｌｉｎｅｓｆｏｒＤａｔ ａ

Ｐ ｒｏ ｃｅｓｓ ｉｎ
ｇ
Ｅｎｖ ｉｒｏｎｍｅｎｔ ｓ－ＥｘｐｅｎｄｅｄＤａｔ ａＣｅｎｔｅｒＣ ｌａｓｓｅｓ

ａｎｄＵｓａ
ｇ
ｅＧｕ ｉ

ｄａｎ ｃｅ
［

Ｓ
］

．Ａｔｌａｎｔａ ：
ＡＳＨＲＡＥＴｅｃｈｎｉ

ｃａ ｌ

Ｃｏｍｍ ｉｔｔｅｅ９ ． ９
，
Ｍ ｉｓ ｓｉ ｏｎＣｒ ｉｔ ｉｃａｌＦａｃ ｉｌｉ ｔｉｅｓ

，
Ｔｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｙ

Ｓｐａｃｅｓ ，
ａｎｄＥ ｌｅｃｔｒｏｎｉ

ｃＥｑｕ ｉｐｍｅｎｔ
，
２０ １ １ ：３２－３５

［

２８
］Ｐａｔｅ ｌＣＤ

，Ｓｈａ ｒｍａＲ
，
ＢａｓｈＣ

，
ｅｔａ ｌ

．Ｔｈｅｒｍａｌ
Ｃｏｎｓｉ

ｄｅｒ
？

ａｔ ｉｏｎ ｓ ｉｎＣｏｏｌｉｎ
ｇ 

ｏｆＬａｒ
ｇ
ｅＳｃａｌ ｅＨ ｉ

ｇ
ｈＣｏｍ

ｐ
ｕｔ ｅＤｅ ｎｓｉｔｙ

Ｄ ａｔｅｒＣｅｎｔ ｅｒｓ
 ［

Ｃ
］ ／／
Ａｍｅｒ

ｉｃａｎＳｏｃｉ
ｅｔｙ 

ｏｆＭｅｃｈａｎ
ｉ
ｃａｌＥｎ

ｇ
ｉ
？

ｎｅｅｒｓ ．Ｉ
ｎｔ ｅｒｓｏ ｃｉ

ｅｔｙＣ ｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＴｈｅｒｍａ
ｌａｎｄＴ ｈｅ ｒｍｏ－

ｍｅｃｈａｎ ｉｃａｌＰｈｅｎｏｍｅｎａ ｉｎＥ ｌｅｃｔｒｏｎｉ ｃＳ ｙｓｔ ｅｍｓ
，
Ｄｅ ｎｖｅｒ

，

２００２：７６ ７－７７６

［

２９
］
周海东

，
黄翔

，
屈元 ． 蒸发冷却空调在通信机房

（
基站 ） 中

的应用探讨 ［

Ｊ
］

． 洁净与空调技术 ， ２０ １ １
，

３５
（
３

）
：４０－４３

ＺＨＯＵＨａｉｄｏｎ
ｇ ，ＨＵＡＮＧＸ ｉａｎ

ｇ ，ＱＵＹｕａｎ ．ＡｎＡ
ｐｐｒｏａｃｈ

ｔｏＡｐｐｌ ｉｃａｔｉｏｎ ｏｆＥｖａｐｏ ｒａｔｉｖｅＣｏｏｌｉ ｎ
ｇ
ＡｉｒＣｏｎｄ ｉｔ ｉｏｎ ｉ ｎ

ｇ
ｉ ｎ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ ｏｎＲｏｏｍ
 （
Ｓ ｔａｔ

ｉ
ｏｎ

） ［

Ｊ
］

．Ｊ ｏｕ ｒｎａｌｏ ｆＣＣ＆ＡＣ
，

２０ １ １
，３５ （３）

：４０－４３

［

３０
］
ＺＨＡＮＧ Ｈ

｝
ＳＨＡＯＳ

，
ＸＵＨ

， 
ｅｔａｌ ．Ｆ ｒｅｅＣｏｏ ｌｉｎ

ｇ
ｏ ｆＤａｔａ

Ｃｅｎｔ ｅｒ ｓ ：ＡＲｅｖ
ｉ
ｅｗ

 ［

Ｊ
］

． Ｒｅｎｅｗａｂｌ
ｅａｎｄ Ｓｕｓ ｔａ

ｉ
ｎａｂ ｌｅ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｒｅｖ ｉｅｗｓ
， ２０ １ ４

， ３５ （
２） ：１ ７１

－

１８ ２


